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BTX misto ATX

Radikalni zména pro PC

BERNHARD HALUSCHAK

Delsi dobu se hovori o tom,
ze format ATX bude
nahrazen novym reSenim.
0d zacatku letoSniho roku je
ziejmé, Ze timto reSenim
bude forméat BTX, ktery pro
stolni poCitace znamena
zmeny v zakladnich
deskach, novych skfinich

i napdjecich prvcich.
Investice do rozSireni
aktualnich PC mohou tedy
vést do slepé ulicky.

pecifikace Balanced Technology Extended

(kryci jméno ,Big Water”) se zaklada na
standardech, které maji v budoucnosti umozfio-
vat efektivni rozvoj PC systéml. V novych for-
méatech BTX jsou zohlednéna hlavné termick4 za-
tizeni, spotfeba elektrické energie, hladina hlu-
ku, elektromagnetické kompatibilita a umistén{
komponent. Standard BTX verze 1.0 byl schvalen
jiz v z&fi 2003 a v prvni fadé se vénuje deskam
pro stolni pocitate a kompaktni systémy — je ale
jako predloha vhodny i pro vétsi feSeni. Pfi defi-
nici standardu kladli vyvojafi dliraz pfedevsim na
technologie jako PCl Express (viz PC WORLD
3/2005) a Serial-ATA.

Novy standard zpravidla znamend i zménu
komponent a tim i nakladd. Pri pfechodu k typu
BTX musi byt vyménéno vice komponent. Vedle
zékladni desky potfebuje uZivatel odpovidajici
sk¥in, napdjeci prvky a vhodny chladici systém
procesoru. V tomto ¢lanku podrobné objasnime,

11."-*1"'* \" -
.

Standardni zakladni deska BTX:
schematické znazornéni predstavuje, jak
bude vypadat budouci zakladni deska

u standardniho typu BTX. Obzvlasté vystizné

je specialni usporadani komponent na zakladni desce,
ktera ma umoznit efektivni chlazeni (pramen: Intel).

jaké zmény a inovace pro budouci pocitacové sy-
stémy novy typ BTX standard pfinese.

Typ ATX
K dnes nejzndméjsim typdm patfi ATX standard
(Advanced Technology Extended), ktery byl pred-
staven spolecnosti Intel v roce 1995. Byl speci-
alné vyvinut k tomu, aby zajistil dobré rozSifeni
a co nejkratSi kabelové vedeni k jednotce i k na-
pajecimu prvku. Navic ventilace napéjecich prv-
k@ a jejich usporadani ve sk¥ini prebira dileZitou
chladici funkci pro zakladni desky. Dalsi vyhodou
bylo svedeni vSech dlleZitych externich rozhrani
do zadni oblasti z&kladni desky a zavedeni 20pé-
lového pripojent, chranéného proti prepdlovan.
Specifikace ATX byly v roce 1999 zavedeny
jako standard a aktudlng existuji v revizi 2.2. Ta
stanovuje vSechny dlileZité normované paramet-
ry jako rozméry zékladnich desek, usporadani ko-
nektord, patic, ipsetl a vrt. Tomuto standardu

<« Typ BTX:

Novy BTX standard
se nabizi hned

ve tiech typech
(pramen: Intel).

Piehled typa ATX
Standard ATX 305 x 244
Micro ATX 244 % 244
Mini ATX 284 x 208
Flex ATX 229 x 191
Piehled typi BTX
Standard BTX 325 x 267
Micro BTX 264 x 267
Pico BTX 203 x 267

podléhaji také skfiné a napéajeci zdroje a jsou pro-
to oznaceny stejnym jménem. Vedle standardu
Ci typu Fullsize ATX byly zavedeny i mensi for-
maty. Nasledujici tabulka poskytuje prehled o ak-
tualnich typech ATX:

Typy LPX, NLX a ITX standard

Modifikaci typu ATX Standard pFedstavuji typy
LPX a Mini LPX, pficemZ nazev Low Profile Ex-
tended prozrazuje pravé misto nasazeni téchto
specifikovanych zakladnich desek. LPX je stan-
dard ur€eny hlavné pro pocitace s plochym tva-
rem skfiné. Dal3f karty se instaluji vodorovné
pres rozSifujici kartu v odpovidajicim slotu na
desce. Nevyhodou je Spatné odvadéni tepla
a nedostacujici a omezena rozsifitelnost téchto
systémd.

Diky NLX a Mini NLX m4 uZivatel k dispozi-
ci dvé dalsi varianty formatu LPX. Jsou jeSté

tomoreny "

Piehled pfikonii riiznych komponent

Procesor TTV 115 58
Regulator napéti 383 19,2
MCH 17,7 6.9
ICH 4 1.2
Pamétovy modul 13,9 6,4
Pevny disk 10

Opticka mechanika 10 5
Floppy mechanika 03 03
PCI-Express x16 graf. karta 40-75 20-38
PCI-Express x1 8
PCI-Express x1 LP 5x2 3x2
Zakladni deska/ventilator 22

Celkem 285-320 145-163

Udaje zprosttedkovény spol. Intel.

kompaktnéjsi a oproti LPX nabizeji AGP slot. Ve-
dle spolecnosti Intel pfedstavil vlastni specifi-
kace pro zékladni PC desky i tchajwansky vy-
robce Cipsetl VIA. JiZ roku 2001 zvefejnila VIA
specifikaci ITX (215 x 191 mm) pro vysoké
a kompaktni zékladni desky. Nasleduji Mini ITX
(170 x 170 mm) a koncem roku 2004 Nano ITX
(120 x 120 mm). U obou poslednich variant je
procesor z nedostatku mista pro patici pevné
priletovan k zékladni desce.

Podklady pro typ BTX standard
Elektricky prikon PC systémi neustale roste.
Vzhledem k teplu vznikajicimu ve skfini poCita-
Ce, které zplsobuji tzv. horké body (soucastky,
které vytvari teplo) jako je CPU, €ipset nebo gra-
fickd karta, je tento vyvoj problematicky. Typ
BTX ma v prvni fadé rychle a efektivné odvadeét
ve skfini vznikajici teplo. Oproti typu ATX vyZa-
duje radikaIni zmény v konstrukci a rozvrzeni
desky.

Na zakladé nasledujicich prikon( komponent
PC systému navrhuji vyvojafi rozdilné typy BTX.
K nejdtileZitéjsim ciltim konstrukce BTX patfi niz-
ka teplota systému i nepatrné zatizeni hlukem pri
danych velikostech skfini.

Na zékladé téchto zadani koncipovalo sdru-
Zeni Form-Factors (http://www.formfactors.org)
rozdilng typy BTX jako Standard, Micro a Pico
BTX. Aby se vesmés vyhovélo danym poZadav-
klim, vyvinuli vyvojafi pro typ BTX novy chladici
koncept ve formé chladiciho modulu. Inteligent-
ni ventilacni sprava i vypracované rozdéleni kom-
ponentd ve skifni se navic stara o mirnou teplo-
tu a nizkou hladinu hluku.

Chlazeni BTX
Centralni prvek nového typu BTX Standard vy-
tvari tzv. chladici modul. Byl koncipovan tak, aby
byly vSechny soucdstky s kritickou teplotou
chlazeny modulem. BTX Standard minimalizuje
pocet ventilatord na dva, jeden pro chladici mo-
dul a jeden pro napéjeci zdroj.

BTX specifikace uspofada teplotné rele-
vantni komponenty na zékladni desce tak, Ze
proud vzduchu nardzi na maly odpor. Jako ak-

© tecChannel

A Jesté stale méné obvyklé: Foxconn prezentoval na CeBIT 2004 jako jeden z prvnich
zakladni desku typu Micro BTX. Jako Cipset pfichazi v GDS01-G-TD-Board spolec¢nosti

Intel Grantsdale G s nasazenim ICH6R.

A Optimalni chlazeni na zakladni desce typu BTX Standard ma zajistit chladici modul
(vlevo). Modul se sklada ze vzduchového otvoru, do néhoz je umistén specialni chladi¢

(vpravo) a ventilator (pramen: Intel).

© tecChannel

A Prvni zména: v demo-PC od spolecnosti Intel je chladici modul dobre patrny.

tivni chladici element nasazuje typ BTX chladi-
ci modul. Skladéa se z chladice procesoru uspo-
fadaného do kruhovych desti¢ek a axialniho
ventilatoru a otvoru, ktery vede cilené vzduch
sk¥ini. Tato konstrukce umoZiiuje pfimé chlaze-
ni vnitfnich komponent.

Na rozdil od specifikace ATX predepisuje
standard BTX, Ze osazena strana grafické karty
PCl-Express lezi pfimo v proudu vzduchu chla-
diciho modulu. Dodate¢né aktivni chlazeni gra-
fického €ipu by tak bylo zbyte¢né. V chladici ob-
lasti modulu musi byt i Cipsety.
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Viyhodou chladiciho modulu neni pouze efek-
tivni chladici vykon, ale i nizkd hladina hluku.
0 cirkulaci vzduchu v systému se v idedInim pfi-
padé staraji pouze dva specialni optimalni ven-
tilatory. Dalsi ventilatory jako zdroje hluku od-
padaji.

Termalni modul Pico v detailu

Varianty Pico a Micro nemaji oproti standardni-
mu BTX chladicimu modulu Zadné kruhové de-
sticky, ale skladaji se z 40 obdéInikovych, 0,4 mm
silnych médénych chladicich plechli na médéné

p Ukazatel: v proudu
vzduchu chladiciho
modulu nelezi pouze
procesor (Path 1),

ale i regulator napéti
a spodni strana
zakladni desky jsou
chlazeny pres
rozdélovac vzduchu
cerstvym vzduchem
(pramen: Intel).

<« Pico BTX - horké
body: k termickym
aktivnim
komponentam patfi
procesor, pamétovy
modul a napdjeci zdroj
(pramen: Intel).

<« Micro termalni
modul: misto
kruhovych desticek
pouziva Micro chladici
modul standardni
médény chladi¢

s axialnimi destickami
(pramen: Intel).

<« Praktické vyuziti:
obrazek znazorruje
konstrukci a funkénost
Micro chladiciho
modulu (pramen: Intel).

» Obéh vzduchu:
obrazek ukazuje, jak

a jakou rychlosti proudi
v systému Pico BTX
vzduch (pramen: Intel).

desce. Hmotnost je omezena na maximéalngé 900
gram0. Technici sladili zékladni desku a vy$ku
chladicich desticek, aby doséhli co nejlepsiho od-
vadéni tepla. Chladici koncept je sice velice efek-
tivni, diky pouZitému materidlu se vSak objevuji
vysoké néklady a roste hmotnost.

Vedle chladice je centrélnim prvkem Pico BTX
chladiciho modulu specialné konstruovany ven-
tiltor. Spolu s ventildtorem skfiné vytvari opti-
malni proud vzduchu pro chlazeni komponent,
navic za nepatrnych ztrat diky odporu proudéni
vzduchu. Tésnéni Cela skfiné zabranuje neza-
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doucimu nasati teplého vnitfniho vzduchu. Navic
rozd&lovat nevede proud vzduchu pouze pres
chladig, ale i pod nim k regulatoru napéti a na
spodni stranu zékladni desky.

Rozdélovat vzduchu byl vyvinut speciélné pro
mens§i variantu chladiciho modulu typu Il a rov-
néz — ackoliv ne nezbytné — byl pfevzat z typu |.
Tato konstrukce pfi redukované predni ploSe ty-
pu |l vede méng vzduchu na regulator napéti a na
spodni stranu zékladni desky. Z toho plyne lepsi
vykon chlazeni modulu, protoZe se zvySuje proud
vzduchu pfes vrchni chladic.
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<« Maly typ: nejmensi
konstrukce Pico BTX
ma rozméry

203,2 x 266,7 mm

a disponuje slotem PCI
Express. Vedle
napdjeciho modulu

a chladiciho modulu
maji své misto

i pevny disk a opticka
jednotka.

<« Typ desky pro
stolni poditac:

pro stolni pocitac se
obzvlasté hodi
rozvrzeni Micro BTX
o rozmérech

264,16 x266,7 mm.
Pro rozsifujici karty
jsou obvykle
pfipraveny ctyfi

1/0 sloty.

Kromé toho muze byt
systém rozsiren
prostiednictvim
rozsitujici karty o dalsi
sloty. Pfedni panel
1/0 modulu

umoziuje pfipojeni
pridavnych perifernich
pristroju pres USB
nebo Firewire.

<« Rozkladaci skfifi:
aby bylo dosazeno
maximalni
rozsifitelnosti,

je vhodny standardni
typ BTX. Potiebuje
misto o rozmérech
325,12 x 266,7 mm

a mlzZe pojmout az
sedm karet.

© tecChannel

A Micro ATX: demo-PC spolecnosti Intel ukazuje,
jak je teorie pfevedena do praxe.

r

© tecChannel
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A Dobfe rozpoznatelny: napajeci modul je na tomto
obrazku umistén v pfednim rohu PC skf¥iné.
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A Typ Pico v detailu: v nejmensim typu BTX zajistuje
dobrie vypracované sefazeni vsech komponent
optimalni chlazeni a vyuziti mista (pramen: Intel).

R Py sl Wik -.!{;.-.-'-

spiwvme g s '|':: oE

] .:I om |

T Fu_ons ;ﬁ" ~

(=] 1 =] B qu""

+ IV a o = —

= =Y com P harsd Posen e

[ i et A

R e e =

voni Y e L ]

i '_i" i [ -lf_':: ol - =

vl b ol 5 o e | vikd ST =
- do= o | =

Fiopesy Drka [

Mar Pram Grrmnbs 3 e aa

A Pfipojeni napajeciho zdroje CFX12V: pro zakladni
desku BTX je podle specifikace CFX12V nutny novy
napajeci modul.
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A Zadni pohled: obrazek zobrazuje zadni
stranu skfiné systému Micro BTX.
Usporadani vétracich otvord podporuje
chlazeni komponent ve skfini.

A Napadny je na nové konstrukci skfiné
BTX markantni otvor nasavani vzduchu
pro chladici modul (pramen: Intel).

A Jesté jednou Micro ATX: fotografie zachycuje dalsi demonstracni objekt spolec¢nosti Intel.

Rozdéleni teploty
Pico BTX bude v budoucnu predstavovat nejmen-
§i typ pro PC. Je specifikovéan objemem Sest az
deset litrQ. Intel pfedved| pravé na formatu PICO
na Intel Developer Forum 2004 chladici a akus-
tické vlastnosti tohoto nového systému. Pokud vy-
chéazime z maximéalniho prikonu referen¢niho sy-
stému celkem 226 W, vypadéa rozdéleni teploty
v systému Pico BTX jako na obrézku ¢&islo 9.

NejvysSi pfikon az do 115 W spotfebuje pro-
cesor. S 38 W celkového prikonu se spokoji re-
gulatory napéti. Integrovand grafika a pamét
spotfebuji 18, resp. 14 W. Jak ukazuje pfijem
tepla desky Pico BTX, odraZi se vysoké pfikony
v horkych bodech. Sou¢asné prijem objasniuje, Ze
chladici modul disponuje dostateénym chladicim
vykonem, aby G¢inné chranil komponenty pred
prili§ vysokymi teplotami pfi okolni teploté 35
stupid Celsia. Obrazek obéhu vzduchu v systé-
mu Pico BTX doklada, Ze teplotné kritické kom-
ponenty jako CPU chladi¢, MCH nebo instalova-
na graficka karta PCI-Express jsou nevyhnutelngé
obtékany nejvyssi rychlosti proudu vzduchu.

V téchto oblastech je tedy chlazeni opti-
malni. | tloha filtru napéjeciho prvku jakoZto od-
savaciho ventilatoru pro proud vzduchu uvnitf

systému je zfejmd. Navic pohyby vzduchu uka-
zuji, Ze pamét leZi v oblasti proudéni obou ven-
tilatord a tim je rovnéZ ochlazovana.

Akustika BTX
Podle platnych predpist o rozvrZeni pracovisté ne-
smi pfi pfevazné intelektualni ¢innosti hladina hlu-
ku presahnout 55 dB (A). U jednodussich nebo pre-
vazné mechanickych kanceldrskych pracf je to 70
dB (A). Zde by méla vSechna kancelarska techni-
ka jako pocitac a tiskarna pracovat nehlu¢né. Pro-
to se vyvojafi typu BTX zabyvali také kritériem
akustiky. Podle spolegnosti Intel dosahuje refe-
renéni konstrukce typu BTX v béhu na prézdno ma-
ximdlni hladiny zvuku 34 dB (A). Hlavnimi zdroji
hluku pfitom je ventilator chladiciho modulu, z&-
sobovani proudem vzduchu a také pevny disk.
Aby mohla byt v systému BTX regulovéna tep-
lota, mé ventildtor chladiciho modulu dva kon-
trolni vstupy. Prvni obsahuje data z teplotniho
senzoru na chladicim modulu. Druhy je pfipojen
na power management kontroléru. Ten reguluje
napéti ventilatoru modulu a tim i pocet otacek
a tedy i vykon chlazeni. DlleZité informace ke
kontroléru pfendsi teplotni senzor na systému za-
kladni desky a termdlni dioda v procesoru.

Ventilator napajeni navic disponuje nezavis-
lym fizenim otacek. To je zavislé na doddvaném
proudu napdjeciho prvku pro pfipojené kompo-
nenty a na vnitini teploté. Pocet otacek ventila-
toru je fizen tak, Ze je zaru€eno optimalni chla-
zen{ pfi minimalni hlading hluku.

Format BTX

BTX nabizf hned tfi feSent: standardni typ BTX, Mic-
ro BTX a Pico BTX. DileZitym aspektem pfi vyvoji
bylo, Ze konstrukce desky bude vychazet ze stej-
ného zékladu. Proto je hloubka u vSech forméati
266,7 mm, méni se pouze Sitka desek. To sniZi pfi
skladani rliznych typl néklady. Vyrobce potitace
miZe pouZit stejné komponenty (tfeba disketové
jednotky, napajeci zdroje a chladici moduly) v od-
povidajicich odliSnych BTX skfinich. Nasledujici
obrézky zobrazujf tfi specifické typy zékladnich de-
sek BTX a jejich prikladny systém rozvrZeni.

Pro typ Pico BTX existuji referenéni kon-
strukce. Predstavuji, jak jsou v takovém systému
sefazeny komponenty.

Standard BTX také exaktné stanovi maxi-
malné pripustnou vysku. Aby zistal co nejvice
flexibilni, stanovi specifikace s oznacenim Typ 1
a Typ 2 dveé rozdilné vysky. Ty se vztahuji na po-
uzity chladici modul, ktery nepfimo uréuje maxi-
malni vySku skiiné. Typ 1 poZaduje vySku 86 mm,
mohou byt tedy pouZity karty s béZnou kon-
strukeéni vySkou.

U typu 2 s maximalni pfipustnou vySkou
60,6 mm maji v odpovidajicich systémech do-
statek mista uz pouze Low-Profile karty. Ostat-
né rozSifujici karta umoZfiuje i v takovych podi-
tacich (tedy v téch s o 90 stupiidi naklonénymi
sloty) instalaci vysokych karet.

BTX napajeci zdroj

Soucasné s novym typem BTX definovali vyvoja-
fi odpovidajici napajeci modul. Organizace Form
Factor (http://www.formfactors.org/) pfijala
v listopadu 2003 specifikaci 1.0 pod jménem
Compact Form Factor (CFX12V). Ta podorbné po-
pisuje predpoklady pro bezchybné zasobovani sy-
stému Balanced Technology Extended napétim
ve velkych skfinich o velikosti 10 aZ 15 litrd.

Ve srovnani s plivodnim ATX se napéjeci zdroj
CFX12V 1ii v konektorovém vybaveni. Konektor
chranény proti pfep6lovani méa misto soucasnych
20 nyni 24 pripojeni. Aby mohl byt pokryt vysoky
ptikon karty PCl-Express (aZ 75 W), ma CFX12V po
jednom pfidavném 12V, 5V, 3,3V a jednom zem-
nicim vodi€i. Kromé toho disponuje napdjeci mo-
dul sériovym konektorem ATA.

Maximalni pripustny pfikon €inf podle speci-
fikace 275 W. Ale specifikace CFX12V prenecha-
va explicitné vyvojarim, aby vyvinuli i napéjeci
zdroje s vy§S8im prikonem, ur€ené pro skfiné s vel-
kym objemem.

BTX skiiné

Typ BTX poZaduje od vyrobcd skfini zménu ve
zplsobu mysleni. Pokud méli u sk¥ini ATX je§té
relativné dostatek volnosti pro origindIni kon-
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strukci, musi se nyni podrobit predepsanym
omezenim specifikace BTX. Uspofadani chlaze-
ni a systémovych komponent je totiZ pro opti-
malni vykon chlazeni i pocitaCe rozhodujici.
Uvedenim standardu BTX se skfingé ATX sta-
vaji zastaralymi. Aby bylo zaji§téno optimain{
chlazeni komponent v systému, musi sk¥ifi splfio-
vat specifikace BTX. Nezménil se pouze vnitfek
skifné BTX, ale i Celo a zadni pfipojovaci lista,
kterd jiz neodpovida tradiénimu standardu ATX.

Rapi jix
Filinj

Destickid
mechsnita

Zaver

Typ BTX nabizi oproti ATX rozhodujici vyhody.
Diky nové vyvinutému chlazeni ma k dispozici
jednotny chladici systém pro CPU a Cipset, kte-
ry poskytuje dostatecny vyvojovy potencial pro
budouci komponenty s vy$§im pfikonem. BTX
specifikace zohledriuji: vznik tepla u velmi vy-
konnych grafickych karet PCI-Express. BTX se
snazi regulovat nejen vznik tepla v pocitaco-
vém systému, ale sou€asné se snazi co nejvi-
ce redukovat i hlasitost. Problém fesi chladici
modul, ktery vytvafi obraceny proud vzduchu
a chladi v pocitaovém systému horkd mista.
Pro regulaci teploty systému je totiZ podstatny
pouze centralni, hlasitost redukujici ventilator.
Dalsi hluéné ventilatory jsou zbytecné. Prizpd-
sobiva konstrukce standardu BTX prinasi dalSi
vyhody obzvlasté vyrobclm pocitacd. Umoziu-
je podle situace na trhu reagovat efektivné

Pdnd panl l

A BTX desktop: takto by mohl v budoucnu vypadat vnitini Zivot desky pocitace
s novym typem BTX standard. Pofizeni nové skiiné je nezbytné - ATX skiiné se nehodi
(pramen: Intel).

s ohledem na ¢as a penize, napfiklad pokud je
poptavka po Micro BTX misto Standard BTX.
Uvedenim standardu BTX jsou potfebné nové
komponenty systému — zakladni deska, napaje-
ci zdroj, skfifi a odpovidajici chladici modul. Do-
savadni ATX prvky jiZ nebudou pouZitelné. S ma-

lym poctem komponent BTX jsou v zavadéci fa-
zi spojeny vysoké naklady, pozd&jsi masova vy-
roba komponent a pocitac( vSak srazi ceny na
obvyklou hladinu. BTX se mél na trhu objevit jiz
v poloviné roku 2004, ale prvni skutecné poci-

taCe jsou predstavovany aZ nyni. 5 0207/VAC D
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BTX v praxi

PETR MATUSKA

VyuZiti formatu BTX nepfinasi pouze samé vy-
hody v podobé zlepSeného prichodu vzduchu
a nasledného chlazeni celého systému, vEetné
komponent umisténych uvnitf pocitatové skfi-
né. Prvnim problémem mdZe byt pouZiti ne-
vhodného procesoru Intel Pentium 4. Pfimo se
nabizi vyuZit novy stepping jadra, cela fada je
oznacovana dovétkem J. Tyto procesory totiZ
vyzafuji daleko méné ztratového tepla ne7 je-
jich predchidei.

K testim jsme vyuZili dva na prvni pohled
identické procesory Intel Pentium 4 540 — prv-
ni se star§im steppingem EOQ, druhy novéjsi
s oznatenim 540J. Oba procesory maji 1 MB
cache, postaveny jsou na jadfe Prescott a oba
pracuji na frekvenci 3 200 MHz. Pro uZivatele
je ov8em zasadni rozdil v tom, Ze prvni z nich
ma vySSi vyzafovani zbytkového tepla a tudiz
pro pouZiti v BTX neni zcela vhodny. Pfi plném
zatiZen{ se totiZ teplota procesoru vy3plhala a7
k hranici 75 stupiid Celsia. S timto problémem
se sice BTX dokazalo poprat, ovSem za cenu
znatelného zvySeni teploty ostatnich kompo-
nent, umisténych uvnitf pocitacové skfing.

Zvl4sté citelné je tento fakt znat na teplo-
té externi grafické karty, na niZ pfimo proudf
vyvod z masivniho chladice procesoru. V klidu
pak méla teplota tohoto procesor tendenci po-
hybovat se na rozhrani 60 stupid Celsia. Op-
roti tomu teplota nové verze procesoru se v kli-

A BTX v praxi:
takto vypada BTX case, navrzena
spolecnosti Aopen. Velmi esteticky je zde
vyresen otvor pro nasavani cerstvého
vzduchu zepredu.

du pohybovala na hranici 49 stupiid Celsia, pfi
maximalnim dlouhodobém zatiZeni procesoru
pak stoupla nad 65 stupridi. Toto ov§em nejsou
veéci, které by uZivatele bezprostfedné zajima-
ly, pro ného je dlleZitd hodnota hluku, ktery
produkuje chladi¢ procesoru.

PFi pouZiti vhodného procesoru je cely po-
Citaovy komplet slySet jen pfi dlouhodobém
zatiZeni procesoru, napfiklad pfi hrani 3D hry,
a to je$té v rozumnych mezich. V b&znych pod-
minkach kancelafské prace je systém pomér-
né tichy, nebot chladi¢ pracuje velmi dobre
a vétrak nezvysi rychlost nad 1 500 otacek/min.
Pred ndkupem BTX sestavy proto doporucuje-
me dUsledné zkontrolovat procesor, ktery hod-
|4te osadit. Opatrnost je na misté do doby, nez
z trhu zcela vymizi starsi verze Pentia 4.

50162/VAC O

<« BTX uvniti:
v$e uvnitf case je

a nerusenému
rozptylu tepla
produkovaného
predevsim
procesorem.

p BTX v praxi:
komplet zpiedu

naznacuje, ze se

je ovsem ukryté
na zadni strané.

chladi¢ graficka
karta: mohutny
vétrak vhani

od procesoru.

podfizeno plynulému

jiz pohled na chladici

nejedna o ledajaky
chladic. To nejlepsi

p ... atakto ,vidi"

vzduch na zebrovi,
které odvadi teplo

Takhle by to mélo vypadat v idealnim
pipadé s pouzitim optimalniho procesoru:
teplota se pfi zatiZeni neprehoupne pres 66 °C.

Pii pouZiti nespravného steppingu procesoru
prakticky zmizi vSechny prednosti BTX — dobré
chlazeni a mala hluénost. Teplota vystoupala
az k 75 °C a pii této teploté je nastaveno chlazeni
a tedy i otacky vétraku na maximalni vykon.
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